
高濡れソルダペースト

S3X58-M500C-7 (Sn 3.0Ag 0.5Cu) Type4

■ 予熱温度上昇による溶融性の低下を抑止し、幅広いリフロープロファイルで安定した実装が可能です。
■ 多様な部品材質に対する濡れ性を向上させており、枕不良・ボイド・はんだボールの発生を抑制します。
■ 微細パターン（0603チップ、0.25mmφCSP）に対して良好な溶融性が得られます。

酸化膜

再酸化防止膜

金属の再酸化を抑制
する保護膜を形成

活性剤が
金属酸化膜を除去

予熱中に酸化還元を繰り
返し、活性成分を使い切
ると酸化膜が残った状態
で溶融

はんだ粉
（Me）

従来の活性剤設計 S3X58-M500C-7の活性剤設計

MeO→MeCOO+H2O↑

Me+O2→MeO
金属酸化膜
（MeO）

金属有機酸塩

評価方法
• メタルマスク厚 : 200μm / 6.5mmφ aperture 
• 劣化処理 : 150ºC-16Hr
• 加熱方法 : エアーリフロー 
• 試験環境 : 大気 

S3X58-
M500C-7

従来品

酸化処理 Cu 酸化処理 Sn 酸化処理 Ni

いずれの酸化処理母材に対しても良好な濡れ性を有しています。

評価条件
• メタルマスク厚 : 100um
• パターン : IPC-B-25(L/S:0.318/0.318mm)
• リフロープロファイル : Profile A, B

ソルダペーストをパターンに対して十字に
印刷。リフロー後にパターン間に残ったは
んだボールをカウントする。

No. of Solder ball (Ave.)
0.3個／ギャップ

No. of Solder ball (Ave.)
1.5個／ギャップ

S3X58-M500C-7 従来品

Profile A

No. of Solder ball (Ave.)
0.5個／ギャップ

No. of Solder ball (Ave.)
4.8個／ギャップ

S3X58-M500C-7 従来品

Profile B

S3X58-M500C-7は、はんだの凝集性が高く、パターン間に残るはんだボールが少な
い。PIP実装等でのオーバープリント接合でも、はんだボールの低減が可能となります。

Profile B

Profile A
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溶融はんだ

はんだ粉 気泡

Main Heating本加熱初期

本加熱後期

• 溶剤揮発、酸化金属の還元反応によ
る気泡発生

• ディウェッティング箇所が無いため、
フラックス・気泡が溜まらない

• 濡れが良く、部品沈み込みにより気泡
を押し出す

• はんだの流動性が良く、気泡をスムー
ズに排出

• はんだ表面の酸化膜を継続的に除去

• 気泡を排出しやすくなる

低ボイド技術

予熱時にフラックスが流れ、はんだ粉が露出した部分が再酸化。はんだ粉
が再酸化されると、薄く残ったフラックスが、還元を行うが、予熱が長いプ
ロファイルだと、その後の加熱で再酸化してしまい、最終的に酸化膜が残
り易くなり、未溶融の発生となっていました。

S3X58-M500C-7のフラックス設計
予熱時にはんだ粉表面や電極部の酸化膜を除去した後、はんだ粉表面や電極
部に保護膜を形成、予熱時の再酸化を抑制し、予熱の長いプロファイルでも
良好な溶融性を実現します。

Profile BProfile A
150~190̊C 130sec70sec
190~220̊C 20sec 30sec

未凝集ボール試験（十字試験）ディウェッティング試験

S3X58-M500C-7
従来品

粘度安定性（ローリング）
連続印刷性（形状）

連続印刷性
（微細抜け）

タック力

スランプ

プロファイル自由度
QFNボイド

Pwtr ボイド
チップボイド

BGAボイド

耐枕特性

残渣色

フラックス
原料コスト

絶縁信頼性
銅鏡
銅板腐食

母材溶融性Cu
濡れ上がり

Ni
濡れ上がり

断続印刷性

連続印刷性
（ブリッジ）

粘度安定性
(40ºC) 

微細溶融性
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Sn 3.0Ag 0.5Cu

S3X58-M500C-7

粘度（Pa.s）

6 ヶ月シェルフライフ (<10ºC)

ハライド含有量 (%)

ROL0
（IPC J-STD-004）フラックスタイプ

11.8フラックス含有量

粒径 (µm)

融点 (̊C)

合金組成 (%)

製品名

〒120-0026　東京都足立区千住旭町32-1　
TEL：03-5244-1511（代）　FAX：03-5244-1527　www.ko-ki.co.jp © 2018 Koki Company Limited




